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关于企业



1.1 企业简介

武汉光安伦光电技术有限公司于2015年8月成立，注册

资本1275万元，总投资额2亿元。公司是目前国内光通信行

业领先的专业独立从事光电子芯片外延生长、芯片设计与制

作、工艺开发及封装的生产厂家，产能2KK对/月，产品主要

应用于光纤通讯以及光纤传感领域。

公司现有员工约150人，其中领域卓有成绩的专家及核

心技术人员约30人，依托于武汉大学以及华中科技大学、武

汉理工大学等知名学府，建立了强大的研发团队，在10G及

单路25G芯片，100G集成芯片高速光芯片领域已经取得重

大进展，并拥有多项发明专利。

岗位需求人才引进发展计划市场情况产品介绍关于企业



1.2 发展历程

2015.8

光安伦注册并
开始筹建

2016.8

产线搭建完成开
始流片

2017.7

实现200万只/月交付
能力

2018.9

实现300万只/月交付
能力

岗位需求人才引进发展计划市场情况产品介绍关于企业



1.3企业文化

企业愿景

核心价值观

企业使命

创立国际一流的光电子芯片品牌

提供有竞争力的光电子领域服务，持续为客户创造价值

抱诚守真 戮力创新 持之以恒

岗位需求人才引进发展计划市场情况产品介绍关于企业



1.4 团队介绍

公司依托于武汉大学以及华中科技大学、武汉理工大学及国外部分知名学府，建立了强大的研

发团队，我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务

公司核心专家

岗位需求人才引进发展计划市场情况产品介绍关于企业



1.4 团队介绍

公司核心技术团队成员约10人，来源于华中科技大学、武汉大学、中国国家半导体所等国内光电子

领域的一流科研机构和企业，外部专家包括加拿大Mcmaster大学、美国JDSU、英国Intense等在国

外具有多年科研和生产经验的专家，团队硕士以上占比60%，在半导体行业的工作经验10-20年。

岗位需求人才引进发展计划市场情况产品介绍关于企业
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产品介绍



2.1 主要产品

10G   APD

1310FP

O波CWDM DFB

1

4

3

2

5

6

10G  1270nm DFB

1577nm EML

1550nm EML

25G  1310 DFB工业级
1310 FP工业级

2.5G  1310/1550nm FP

1310nm FP EPON

1310 DFB GPON

2.5G  1490nm DFB 

1550nm DFB

1270nm DFB

25G  PIN /APD

CWDM DML

关于企业 岗位需求人才引进发展计划市场情况产品介绍



2.2 产品展示

1310/1550nm DFB/FP 1490/1550nm BH-DFB

1310nm FP 1490/1550nm BH-DFB

PIN

关于企业 岗位需求人才引进发展计划市场情况产品介绍



2.3 技术能力

基础材料设计与生长

半导体光电子芯片
产业化应用

• 应变多量子阱结构设计技术

（国际一流，国内领先）

• MOCVD一次外延片生长技

术（国内领先）

复杂波导制作与
异质兼容生长技术

• EAM+DFB单片集成EML结构设

计与工艺开发（国内领先）

• BH波导制作及MOCVD掩埋技术

（国内领先）

• 技术基础

半导体光放大器、激光器芯片制造技术

（国内领先）

半导体光探测器芯片制造技术

（国内领先）

• 硬件使用基础

全套半导体芯片工艺制作平台运行能力

半导体光电子芯片
制造技术

关于企业 岗位需求人才引进发展计划市场情况产品介绍



2.4 部分核心技术及应用

序号 技术名称 应用产品

1 AlGaInAs材料 + BH型波导制作技术 10G 高速PON

2 基于MOCVD平台的元素扩散技术 2.5G P2P     10G 高速PON

3 RM + RWG波导制作技术 2.5G P2P     10G 高速PON

4 基于DFB、DBR的高速激光器设计技术 PON

5 应变补偿型多量子阱设计技术 10G 高速

6 调制掺杂型多量子阱设计技术 2.5G P2    10G 高速PON

7 弯曲波导设计、制作技术 军工

8 MESA型半导体加工技术 2.5G P2     10G 高速PON

9 异质兼容型集成设计及制作技术 10G 高速PON

关于企业 岗位需求人才引进发展计划市场情况产品介绍
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市场情况



3.1 产品应用领域

数据中心

宽带网络

视频监控

通信基站

面部识别

无人驾驶

光通信

关于企业 产品介绍 岗位需求人才引进发展计划市场情况



3.2 产品市场规模

数据来源：中国产业信息网

全球光芯片市场规模 国内光芯片市场规模

关于企业 产品介绍 岗位需求人才引进发展计划市场情况



3.3 公司产品市场

公司立足于10G及以下速率的DFB、APD、FP、PIN等光收发芯片稳定供应的同时，跟踪高速芯片的技
术前沿，目前在高速光芯片领域拥有多项发明专利，如单路25G芯片，100G集成芯片领域已经取得重
大进展。

2016年 2017年 2018年

关于企业 产品介绍 岗位需求人才引进发展计划市场情况



04
Part

发展规划



4.1 公司发展规划

建立一条从材料外延—半导体微纳米加工—芯片解理、镀膜—芯片测试、封装的具有先进水平

的半导体光电子芯片生产线；实现2.5Gbps FP&DFB、APD芯片的批量生产，产能规划≥1KK/M；

10Gbps DFB、PIN芯片的批量生产，产能规划≥500K/M；4×10Gbps WDM芯片的批量生产，产能

规划≥50K/M。

公司建设目标

公司经营目标

国际上首屈一指的光芯片供应商。

关于企业 产品介绍 市场情况 岗位需求人才引进发展计划



4.2 产品开发规划

Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4

2019

10G EML  LD Chip

10G APD  Chip

25G DML LD Chip

2.5G 1270 DFB chip

25G PIN Chip

2020

25G EML  LD Chip

多个前沿技术合作项目同时开展

25G 1310 FP  Chip

Sample

Design

Pilot Production

关于企业 产品介绍 市场情况 岗位需求人才引进发展计划



4.3 产品开发方向

RWG

BH

DML

EML

10G 25G

◆减小寄生电容（BCB）；

◆外延片优化设计

◆短腔设计（200~150um）

◆AlGaInAs 材料BH掩埋工艺

◆Butt-joint技术

◆高ER

◆高速率实现

◆集成化实现

关于企业 产品介绍 市场情况 岗位需求人才引进发展计划



4.3 产品开发方向

10G PIN

10G APD

25G PIN/APD

SiNx  AR涂层

p -InGaAs

InGaAs 吸收层

P电极接触

InP

n -InP

SiO2

SI-InP衬底

台面PIN结构剖面图

入射光

N电极接触

Light

SACM
Edge-coupled

◆ MESA 、BCB/I-InP侧面钝化 ，P/N
同面电极

◆ MESA 、DBR、 Multi-layer设计，
背向进光

◆ 边耦合波导（Edge-coupled ）设计

◆ 侧面进光，量子效率高，

◆ 低吸收层厚度、高响应速率

关于企业 产品介绍 市场情况 岗位需求人才引进发展计划



4.3产品开发方向

Multi-Wavelength 

technology

Wavelength 

tunable technology

Laser array

Tunable laser

Lithography REC

EML Laser array

关于企业 产品介绍 市场情况 岗位需求人才引进发展计划
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人才引进



5.1 研发硬件平台

MOCVD

划片机 裂片机全息光栅曝光系统 光刻机

chiptesterPD测试台

关于企业 产品介绍 市场情况 发展计划 岗位需求人才引进



5.2 优秀研发团队

 李博士，首席科学家（ Chief Scientist ），技术专家，中国北京交通大学工学博士毕业，加拿大麦克马斯特大
学电子与计算机工程系教授。主要进行光电子器件的设计、模拟、制作及封装等技术指导工作，为新产品的设
计和开发提供解决方案。

 肖博士，技术专家（ Technical Expert ），美国奥本大学材料工程博士毕业，曾任美国JDSU公司高级工程师。
专门从事III-V族光电子器件开发和生产, 参与JDSU激光光导介电系数渐变的非对称性异质结构设计；掌握先进的
激光半导体的生产技术和工艺，精于外延生长掺杂和选择性扩散混杂。项目。

 仇博士，技术专家（ Technical Expert ），英国哥拉斯格大学电子学与电器工程博士毕业，曾任英国
Intense Ltd公司技术专家。研究方向：为半导体光电子器件集成技术与器件，一直从事物理电子技术方向的
研究，致力于光通讯器件的光子集成技术及器件。

关于企业 产品介绍 市场情况 发展计划 岗位需求人才引进



5.3 部分校招人才

 25G项目负责人陈某，武汉大学微电子专业博士，现为25G发射端5G通信重点产品产品研发项目负责人

 10G PON项目负责人张某，北京科技大学材料物理专业硕士，负责中低速发射产品，为10G PON发射芯片主力负
责人

 核心技术骨干李某，武汉工程大学材料学专业硕士，中低速发射产品项目组核心技术成员，核心技术人员

 核心技术骨干王某，武汉理工大学材料加工专业硕士，集成类发射芯片负责人，主责EML、tunable laser产品开发，
核心技术人员

 核心技术骨干郭某，湖北大学硕士，华科博士在读，高端接受芯片负责人，主责25G PD产品开发，核心技术人员

关于企业 产品介绍 市场情况 发展计划 岗位需求人才引进



5.4 培养体系

0504030201

实习期2-3个月短期培养方案

针对个人研究方向和兴趣的

培养学习计划

半年中期培养方案

针对技术等级及管理提升

的培养方案

一年期定向培养方案

关于企业 产品介绍 市场情况 发展计划 岗位需求人才引进



5.5 薪资体系

短期 基本工资 月度绩效工资

项目奖金 效益奖金

津贴补贴

节日福利

股权激励

中期

长期

福利 年度体检带薪休假

关于企业 产品介绍 市场情况 发展计划 岗位需求人才引进



5.6 晋升体系

助理工程师

工程师

高级工程师

专家

部门主管

部门经理

公司高管

助理工程师晋升体系

STEP  01

STEP  02

STEP  03

STEP  04

关于企业 产品介绍 市场情况 发展计划 岗位需求人才引进
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岗位需求



关于企业 产品介绍 市场情况 发展计划 人才引进

6.1 岗位需求

岗位需求

产品开发工程师 工艺开发工程师

职责描述：

1.参与公司新产品的研发及项目研发计划的制订；

2.参与产品指标技术方面的评审；

3.参与新产品相关的工艺开发；

4.新产品、新技术专利的编制和申请；

任职资格：

1.硕士及以上学历，光学、微电子、物理及相关专业；

2.有相关课题及项目研究成果者优先；

3.有团队合作精神，能承担研发工作压力。

职责描述：

1. 参与公司新产品研发项目，完成工艺部分的开发；

2. 参与产品工艺提升项目，完成产品工艺升级；

3. 产品新材料技术的研发；

4. 新技术专利的编制和申请；

任职资格：

1.硕士及以上学历，材料、高分子、化学及相关专业；

2.有相关课题及项目研究成果者优先；

3.有团队合作精神，对新材料领域关注，能自主学习。
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